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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T47837《印制电路板及其他互连结构用材料》的第4-16部分。GB/T47837已经发

布了以下部分:
———第4-12部分:多层印制电路板用粘结片 无卤多官能环氧E玻纤布粘结片;
———第4-16部分:多层印制电路板用粘结片 无铅装联用无卤多官能环氧E玻纤布粘结片;
———第4-17部分:多层印制电路板用粘结片 无铅装联用无卤环氧E玻纤布粘结片。
本文件修改采用IEC61249-4-16:2009《印制电路和其它内连接结构用材料 第4-16部分:不覆铜

的预浸料系列分规范 多层印制电路板无铅装联用限定燃烧性(垂直燃烧试验)的玻璃纤维布增强多官

能无卤环氧粘结片》。
本文件与IEC61249-4-16:2009相比,在结构上有较多调整,两个文件之间的结构编号变化对照一

览表见附录A。
本文件与IEC61249-4-16:2009相比,存在较多技术差异,在所涉及的条款的外侧页边空白位置用

垂直单线(|)进行了标识。这些技术差异及其原因一览表见附录B。
本文件做了下列编辑性改动:
———标准名称修改为《印制电路板及其他互连结构用材料 第4-16部分:多层印制电路板用粘结

片 无铅装联用无卤多官能环氧E玻纤布粘结片》;
———将IEC61249-4-16:2009第3章中的悬置段,移至本文件的4.1中;
———简化了IEC61249-4-16:2009第1章,并删除已在正文中规定的内容;
———将4.3.4固化厚度调整到5.4.1;
———将IEC61249-4-16:2009第5章的标题由“交付状态”更改为“尺寸”,使标题与内容更贴切,并

移至本文件5.2;
———将IEC61249-4-16:2009的第9章的标题由“贮存”更改为“运输与贮存”,并移至第8章。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC47)归口。
本文件起草单位:广东生益科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、苏州生益科技有限公

司、江苏生益特种材料有限公司、陕西生益科技有限公司、江西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公

司、湖南维胜科技电路板有限公司、浙江华正新材料股份有限公司。
本文件主要起草人:刘申兴、刘文龙、王小兵、刘潜发、薛超、袁告、罗鹏辉、范蓉瑾、王隽、邢燕侠、

黄灿、刘贝、任英杰、张慧民、汤月帅。
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引  言

  印制电路板(PCB)及其他互连结构用材料种类繁多、技术规格复杂且应用场景随着技术发展不断

变化,无法仅靠单一标准全面、清晰地涵盖所有材料必要的技术规则和要求。建立GB/T47837《印制

电路板及其他互连结构用材料》系列标准,旨在全面覆盖PCB及其他互连结构用材料及相关试验方

法,明确各技术规范边界,同时便于标准的维护和更新。
《印制电路板及其他互连结构用材料 第4部分:多层印制电路板用粘结片》旨在确立适用于多层

印制电路板用粘结片的生产制造、检验规范与验收准则,拟由10个部分构成。
———第4-2部分:多层印制电路板用粘结片 多官能环氧E玻纤布粘结片。目的在于规范固化后

玻璃化温度为150℃~170℃(不含170℃)的多官能环氧E玻纤布粘结片产品的开发、制造、
使用等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促进电子电路产业的持续发展。

———第4-5部分:多层印制电路板用粘结片 改性或不改性聚酰亚胺E玻纤布粘结片。目的在于

规范固化后玻璃化温度不低于150℃的改性或不改性聚酰亚胺E玻纤布粘结片产品的开发、
制造、使用等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促进电子电路产业的持续

发展。
———第4-11部分:多层印制电路板用粘结片 无卤环氧E玻纤布粘结片。目的在于规范固化后玻

璃化温度为120℃~150℃(不含150℃)的无卤环氧E玻纤布粘结片产品的开发、制造、使用

等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促进电子电路产业的持续发展。
———第4-12部分:多层印制电路板用粘结片 无卤多官能环氧E玻纤布粘结片。目的在于规范固

化后玻璃化温度为150℃~170℃(不含170℃)的无卤多官能环氧E玻纤布粘结片产品的开

发、制造、使用等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促进电子电路产业的持续

发展。
———第4-14部分:多层印制电路板用粘结片 无铅装联用环氧E玻纤布粘结片。目的在于规范固

化后玻璃化温度为120℃~150℃(不含150℃)的无铅装联用环氧E玻纤布粘结片产品的开

发、制造、使用等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促进电子电路产业的持续

发展。
———第4-15部分:多层印制电路板用粘结片 无铅装联用多官能环氧E玻纤布粘结片。目的在于

规范固化后玻璃化温度为150℃~170℃(不含170℃)的无铅装联用多官能环氧E玻纤布粘

结片产品的开发、制造、使用等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促进电子电

路产业的持续发展。
———第4-16部分:多层印制电路板用粘结片 无铅装联用无卤多官能环氧E玻纤布粘结片。目的

在于规范固化后玻璃化温度为150℃~170℃(不含170℃)的无铅装联用无卤多官能环氧E
玻纤布粘结片产品的开发、制造、使用等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促
进电子电路产业的持续发展。

———第4-17部分:多层印制电路板用粘结片 无铅装联用无卤环氧E玻纤布粘结片。目的在于规

范固化后玻璃化温度为120℃~150℃(不含150℃)的无铅装联用无卤环氧E玻纤布粘结片

产品的开发、制造、使用等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促进电子电路产

业的持续发展。
———第4-18部分:多层印制电路板用粘结片 无铅装联用高性能环氧E玻纤布粘结片。目的在于

规范固化后玻璃化温度不低于170℃的无铅装联用高性能环氧E玻纤布粘结片产品的开发、
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制造、使用等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促进电子电路产业的持续

发展。
———第4-19部分:多层印制电路板用粘结片 无铅装联用高性能无卤环氧E玻纤布粘结片。目的

在于规范固化后玻璃化温度不低于170℃的无铅装联用高性能无卤环氧E玻纤布粘结片产

品的开发、制造、使用等,更好地保障该产品的质量,方便下游客户的选材,促进电子电路产业

的持续发展。
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印制电路板及其他互连结构用材料
第4-16部分:多层印制电路板用粘结片

无铅装联用无卤多官能环氧E玻纤布粘结片

1 范围

本文件规定了无铅装联用无卤多官能环氧E玻纤布粘结片的材料和结构、性能和方法、质量保证

等要求。
本文件适用于固化后的玻璃化温度为150℃~170℃(不含170℃)的无铅装联用无卤多官能环氧

E玻纤布粘结片(简称粘结片)的生产、检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2036 印制电路术语

GB/T16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T18373 印制板用E玻璃纤维布

GB/T19001 质量管理体系 要求(GB/T19001—2016,ISO9001:2015,IDT)

GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南(GB/T24001—2016,ISO14001:2015,IDT)

GB/T33015—2016 多层印制板用粘结片通用规则

GB/T33016—2016 多层印制板用粘结片试验方法

GB/T44295—2024 多层印制板用环氧E玻纤布粘结片(IEC61249-4-1:2008,MOD)
注:GB/T44295—2024被引用的内容与IEC61249-4-1:2008被引用的内容没有技术上的差异。

3 术语和定义

GB/T2036及GB/T33015—2016界定的术语和定义适用于本文件。

4 材料和结构

4.1 结构

粘结片是由E玻纤布浸渍无卤多官能环氧树脂,并半固化至B阶状态而制成的。

4.2 增强材料

增强材料E玻纤布应符合GB/T18373的规定。

4.3 树脂体系

主体树脂为无卤多官能环氧和改性无卤环氧树脂。
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